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Be s chre ibung : 0 2 2 0 7 P 

Vorrichtung zur Aufnahme von Messinstrumenten 

5 Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Aufnahme von Mess- 
instrumenten, insbesondere von Interf erometern, gebildet aus 
• mehreren untereinander verbundenen Strukturelementen aus we- 
nigstens einem Material, wobei das wenigstens eine Material 
einen sehr geringen thermischen Warmeausdehnungskoef f izienten 

10 a aufweist, insbesondere eine Glaskeramik oder eine Metallle- 
gierung. 

Aufierdem betrifft die hier vorliegende Erfindung auch eine 
Vorrichtung zum spannungsf reien Verbinden von wenigstens zwei 
<^ Bauteilen . 

Bei optischen Systemen, welche zur Erzeugung von optischen Ab- 
bildungen mit einer sehr hohen Genauigkeit geeignet sein sol- 
len, beispielsweise optische Systeme fur die Lithographie, 
20 miissen die einzelnen optischen Elemente hinsichtlich ihrer 
Ausrichtung in alien sechs Freiheitsgraden moglichst exakt po- 
sitioniert werden. 

Derartige optische Systeme weisen haufig Sensoren auf, welche 
25 die Lage des • optischen Elementes liberwachen konnen und Weglan- 
"genmessungen bzw. Messungen zur Weglangenanderung durchfiihren. 



Werden derartige optische Systeme in der Praxis eingesetzt, 
kann es zu Belastungen des optischen Systems selbst durch Tem- 
30 peraturschwankungen, die durch Umwelteinf lusse auftreten kon- 
nen, kommen. Diese Temperaturschwankungen konnen die Ergebnis- 
se, speziell bei Objektiven in der Halbleiterlithographie r 
. gravierend beeinf lussen, wobei zum Erzielen einer sehr hohen 
Messgenauigkeit der Einfluss von thermischer Ausdehnung mini- 
35 miert werden sollte. 

In der nicht vorverof f entlichten DE 101 34 387.6 wird ein Ob- 
jektiv, insbesondere fur die Halbleiterlithographie, beschrie- 
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ben, welches zwei getrennte Strukturen aufweist. Eine Last- 
struktur ist zur Aufnahme von optischen Elementen, insbesonde- 
re von Spiegeln vorgesehen, wobei eine weitere Struktur als 
Mess- bzw. Referenzrahmen ausgebildet ist. Die . Laststruktur 
tragt dabei die gesamte Last des optischen Elementes und die' 
bei entsprechenden Bewegungen auftretenden Reaktionskraf te . 
Die Messstruktur tragt hingegen nur ihr eigenes Gewicht, so 
dass eine hohe Stabilitat der Messstruktur erreichbar ist. 

Ein derartiger Messrahmen lasst sich aus dem Stand der Technik 
bekannten Materialien mit einer sehr kleinen Warmeausdehnung, 
wie beispielsweise ZERODUR®, ULE oder dergleichen herstellen. 
Groftere Messrahmen mussen jedoch aus mehreren Strukturteilen 
aus derartigen Materialien zusammengesetzt und verbunden wer- 
den. Die eingesetzten Materialien weisen zwar eine kleine War- 
meausdehnung auf, aber sie sind aufgrund ihrer mechanischen 
Eigenschaf ten jedoch nicht zur Herstellung von zur Montage 
notwendigen Verbindungselementen geeignet . Im Bereich der Ver- 
bindungen zwischen den einzelnen Strukturelementen werden auf- 
grund der dort eingesetzten Materialien der Verbindungselemen- 
te also sehr viel- hohere Warmeausdehnungen auftreten. Der ge- 
samte Messrahmen wird sich also mit auftretenden Temperatur- 
schwankungen in seinen geometrischen Abmessungen insoweit an- 
dern, dass eine geforderte Genauigkeit im Nanometerbereich 
nicht mehr gegeben ist. 

r 

Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, 
einen derartigen die' Messinstrumente tragenden Messrahmen zu 
realisieren, um die vorstehend genannteli Nachteile zu vermei- 
den . 

Diese Aufgabe wird erf indungsgemaft dadurch gelost, dass die 
Strukturelemente, auf welchen die Messinstrumente angeordnet . 
sind, so zwischen wenigstens zwei Strukturseitenteilen befes- 
tigt sind-, - dass die thermischen Ausdehnungen der Struktursei- 
•tenteile und der Verbindungen in Messrichtung der Messinstru- 
mente ohne Wirkung sind. 



Die Strukturelemente werden aus dem an sich bekannten und in 
diesem Bereich der Technik ublichem Material mit sehr geringem 

thermischen Warmeausdehnungskoef f izienten a, wie beispielswei- 

se Glaskeramik, hier insbesbndere ZERODUR®, gefertigt. Die An- 
5 ordnung und Verbindung der einzelnen Strukturelemente erfolgt 
so, dass die thermische Warmeausdehnung der Verbindungen zwi- 
schen den Strukturelementen sich nur in einer Richtung auswir- 
ken, welche nicht zu der ' fur die Positionierung der Messin- 
strumente verantwortliche Richtung bzw. senkrecht zu den die 
10 Messinstrumente tragenden Strukturelementen steht. 

Durch diese erf indungsgemafte Losung kann sich nun die Vorrich- 
tung bei Temperaturschwankungen nur in bestimmten Richtungen, 
welche fur die Messaufgaben im Nanometerbereich nicht relevant 



15 sind, ausdehnen. 

Dadurch ist ein sehr steifes System moglich, welches tempera- 
turunabhangig seine Form und Position beibehalt. 

20 In besonders vorteilhaf ter Weise kann vorgesehen sein, dass 
alle Verbindungen iiber Verbindungselemente realisierbar sind, 
wobei bei Temperaturschwankungen nur Strukturelemente beein- 
flussbar sind, die keine Messinstrumente tragen und fur Posi- 
tionsbestimmungen in einem anderen Bauteil unzustandig sind. 

Dadurch, dass keine dire.^e f Verbindungen der Strukturelemente 
vorhanden sind, sondern die Verbindungen iiber Verbindungsele- 
• mente vorgenommen werden, treten nur Ausdehnungen, welche un- 
weigerlich bei Temperaturanderungen zustande kommen, nur in 
30 Richtungen auf, die keinen Einfluss auf die Messposition ha- 
ben. Somit kann eine sehr hohe Messgenauigkeit erreicht wer- 
den. 

Eine besonders vorteilhafte Ausbildung der Erfindung ist durch 
35 den Anspruch 7 gekennzeichnet . 

Hierbei werden zum spannungsf reien Verbinden von zwei Struk- 
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turteilen Verbindungselemente und Bef estigungsmittel einge- 
setzt, wobei die thermischen Warmeausdehnungskoef f izienten a 
der Strukturelemente und der Verbindungselemente bzw. dem Be- 
f estigungsmittel nicht den ' gleichen Wert "aufweisen. Jedes 
Strukturelemeht ist iiber ein symmetrisch zu dem Strukturele- 
ment ausgebildetes Verbindungselement gefasst . Die Verbin- 
dungselemente werden mit den jeweiligen Strukturelementeri in 
vorteilhaf terweise iiber ein Klebemittel verbunden. Der Vorteil 
dieser Befestigung der Strukturelemente iiber die Verbindungs- 
elemente liegt darin, dass bei eventuellen Temperaturschwan- 
kungen die Position der Strukturelemente erhalten bleibt. 
Durch eine Vielf achklebung der Strukturelemente mit den Ver- 
bindungselementen wird garantiert, dass kein Abschalen moglich 
ist. 

Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung ergeben 
sich aus den weiteren Unteranspriichen sowie aus dem anhand der 
Zeichnung nachfolgend dargestellten Ausf iihrungsbeispiel . 



Es zeigt: 



Figur 1 eine prinzipmaftige Darstellung einer erf indungsgema- 
iien Vorrichtung zur Aufnahme von Messinstrumenten in 
der Draufsicht; 

Figur 2 der Aufbau gemaft Figur 1 in einer prinzipmaftigen Sei- 
tenansicht ; 

Figur 3 eine prinzipmaiiige Darstellung einer Vorrichtung zum 
spannungsf reien Verbinde'n von Bauteilen; 

Figur 4 der Aufbau gemafi- Figur 3 in einer prinzipmaiiigen Sei- 
tenansicht; und ■ •• ■ 

Figur 5 eine perspekt ivische . Darstellung der erf indungsgema- 
ften Vorrichtung mit Messinstrumenten. 

Figur 1 zeigt eine prinzipmaiiige Darstellung einer erfindungs- 
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gemaften Vorrichtung 1, welche zur Aufnahme von Messinstrumen- 
ten 2, hier insbesondere von Interferometern, dient bei Drauf- 
sicht in der Einbaulage . In dem hier stark vereinf achten Aus- 
f uhrungsbeispiel wird. die Vorrichtung 1, im nachf olgenden auch 
als Messstruktur bezeichnet, als temperaturstabile Konstrukti- 
on zur Aufnahme der Messmittel (Interferometer 2) ausgefuhrt. 
Um eine Temperaturstabilitat zu erreichen, ist die Anordnung 
von Verbindungselementen 3 fur Strukturelemente 4, 5, 6 und 7 
so zu wahlen, dass Ausdehnungen der Verbindungselemente 3 wie 
auch der Strukturelemente 4, 5, 6 und 7 akzeptiert werden kon- 
nen, jedoch die Ausdehnungen nicht in der Messrichtung der. In- 
terferometer 2 wirksam werden. Um nur minimal kleine Ausdeh- 
nungen zu erzielen, ist der thermische Warmeausdehnungskoef fi- 

zient a der Strukturelemente 4, 5, 6 und 7 so gering wie mog- 
lich zu halten, was bedeutet, dass Materialien, wie Glaskera- 
mik oder Metalllegierungen, fur die Strukturelemente 4, 5, 6 
und 7 eingesetzt werden sollten. Da nach dem heutigen Stand 
der Technik Glaskeramiken nicht verschraubbar , klemmbar oder 
derartige Verbindungen machbar sind, miissen die Verbindungs- 
elemente 3 diese Aufgabe ubernehmen. Die Verbindungselemente 3 
sollten dabei ebenfalls aus einem Material mit- sehr geringem 

thermischen Warmeausdehnungskoef fizienten a gefertigt werden, 
um groftere Warmeausdehnungen zu vermeiden. Das hier verwendete 
Material fur die Verbindungselemente 3 ist INVAR, . wobei auch 
andere Materialien mit einem entsprechend kleinen thermischen 

Warmeausdehnungskoef fizienten a eingesetzt werden konnen. 
Die Interferometer 2 sind auf den Strukturelementen 4 angeord- 
net. Die Strukturelemente 4 werden so mit den Strukturseiten- 
teilen 5 uber die Verbindungselemente 3 befestigt, dass die 
thermischen Ausdehnungen der Strukturseitenteile 5 und der 
Verbindungselemente 3 sich nicht zur Messrichtung der Interfe- 
rometer 2 auswirken. . 

Insgesamt gesehen bilden die Strukturelemente 4 mit den Struk- 
turseitenteilen 5 einen Quader, wobei die Strukturseitenteile 
5 uber ein dazwischen angeordnetes Strukturruckenteil 6, wel- 
ches in diesem Ausf uhrungsbeispiel nicht dargestellt ist, be- 



festigt sind. Das Strukturruckenteil 6 ist nicht 
Strukturelementen 4, auf welchen die Interferometer 2 
net sind, direkt verbunden. 



mit den 
angeord- 



Die Strukturseitenteile 5 und die Strukturelemente 4 sind mit 
einer Strukturvorderplatte 7 ebenfalls liber die Verbindungs- 
elemente 3 verbunden. Je nach Temperaturschwankungen konnen 
sich die Strukturseitenplatten 5 iiber die Verbindungselemente 
3 nach innen bzw. nach auften bewegen, aber die Strukturelemen- 
te 4 sollen zur Strukturvorderplatte 7 stabil stehen. Dies ist 
Voraussetzung, damit eine hochstgenaue Messung durch die In- 
terferometer 2 erfolgen kann. 

Die Figur 1 zeigt deutlich, dass sich die Strukturseitenteile 
5 iiber die Verbindungselemente 3 bei Temperaturanderungen be- 
wegen konnen, jedoch ein Abstand a sich nur entsprechend dem 
thermischen Warmeausdehnungskoef f izienten a des Strukturmate- 
rials, hier insbesondere ZERODUR®, bewegt. 

20 Eine Seitenansicht der in Figur 1 dargestellten Messstruktur 1 
ist in Figur 2 dargestellt. Die Strukturelemente 4 sind in z- 
Richtung weiter ausgefuhrt, urn die Interferometer 2 :> direkt 
aufnehmen zu konnen und so eine Messung innerhalb eines Frei- 
raumes 8, wobei in diesem Freiraum 8 ein Messobjekt, insbeson- 

25 dere ein optisches Element, eingebracht werden kann, durchfiih- 
ren zu konnen. In die Strukturseitenteile 5 sind Aussparungen 
9 eingebracht. Die Aussparungen 9 konnen selbstverstandlich 
auch in alien anderen Strukturelementen 4, .6 und 7 eingebracht 
werden. Die Aussparungen 9 dienen im allgemeinen zur Gewichts- 

30 erleichterung, . da die Messstruktur 1 bei einer groBeren Bau- 
weise ein relativ hohes Gewicht aufwei-sen wiirde. Ebenfalls 
dienen die Aussparungen 9 zur gleichmaftigen Temperierung einer 
Einrichtung, in welche die Messstruktur 1 eingebracht werden 
kann. Die Aussparungen 9 gewahrleisten deshalb die Durchluf- 

35 . tung f da ansonsten Warmestaus innerhalb der Messstruktur 1 zu- 
stande kommen konnten und sich dadurch die ganze Rahmenstruk- 
tur verziehen wiirde. Auch gezielte Durchstromung ist damit 



moglich. 



Wie in den Figuren 1 und 2 deutlich zu erkennen ist, werden 
die Strukturelemente 4, 5, 6 und 7 nur uber die Verbindungs- 
elemente 3 miteinander verbunden, was bedeutet, dass eine di- 
rekte Anbindung der Strukturelemente 4 (Plattform fur die 
Messmittel ) . und des Strukturvorderteiles 7 (Plattform fur die 
Befestigung in einer Vorrichtung) nicht gegeben ist und somit 
das Ausdehnungsverhalten der Verbindungselemente 3 zwischen 
diesen beiden oder weiteren Strukturelementen 4 nicht zum tra- 
gen kommt . 

In Figur 3 wie auch in Figur 4 ist die Verbindungsvorrichtung 
3 naher dargestellt. Die Verbindungsvorrichtung 3 ist jeweils 
in diesem Ausf uhrungsbeispiel mit dem Strukturseitenteil 5 und 
mit dem Strukturvorderteil 7 verbunden. Verbindungselemente 10 
und 10 1 sind im Querschnitt H-formig ausgebildet. In eine Off- 
nung oder Aussparung der Strukturelemente 5 und 7 sind die 
Verbindungselemente 10 und 10 f so eingebracht, dass das Mate- 
rial der Strukturelemente 5 und 7 jeweils zwischen Schenkeln 
der H-formigen Verbindungselemente 10 und 10 1 angeordnet ist. 
Dies gewahrleistet eine symmetrisch zu den Strukturelementen 5 
und 7 ausgebildete Verbindungsvorrichtung 3. 

An den Verbindungselementen 10 und 10 ! sind Bohrungen 11 vor- 
gesehen, in denen Klebemittel zur Befestigung der Verbindungs- 
elemente 10 und 10 1 mit den Strukturelementen 5 und 7 einge- 
bracht ist. Das Klebemittel ist ein der den Materialien ent- 
sprechender Kleber. 

Die Strukturelemente 5 und 7 werden mit Hi 1 f s e 1 ement en r wie 
Winkeln oder Stutzen, auf ihre Position gebracht und danach 
die verschraubte und vorgespannte Verbindungsvorrichtung 3 
eingefiigt und an den vorgesehenen Stellen 11 mit Klebemittel 
befestigt. Hierbei kann die Verbindungsvorrichtung 3 in ihrer 
Position durch weitere Hilf selemente (weiche Anbindung) gehal- 
ten werden. Somit ist nach Ausharten des Klebemittels eine 
weitestgehend spannungsf reie Verbindung entstanden. Die -ein- 



zelnen Strukturelemente 5 und 7 konnen nach dem Verkleben de- 
montiert werden, wobei an jedem Strukturelement 5 und 7 das 
entsprechende Verbindungselement 10 oder 10 1 bestehen bleibt, 
da die Telle 5, 7, 10 und 10' durch das Klebemittel miteinan- 
der f est- verbunden sind. 

Die einzelnen Verbindungselemente 10 und 10 f werden durch ein 
Bef estigungsmittel , hier insbesondere eine Schraube 12, mit- 
einander verbunden. Das Verbindungselement 10 1 dient hierbei 
fur die Schraube 12 als Zentrierung und Mutter, da in dem Ver- 
bindungselement 10 1 ein Innengewinde vorgesehen ist. Bei der 
Demontage der Strukturelemente 5 und 7 konnen durch Lockern 
und Entfernen der Schraube. 12 die Strukturelemente 5 und 7 mit 
den Verbindungselementen 10 und 10 1 voneinander getrennt wer- 
den. Dieser Aufbau erleichtert den Einbau in eine Einrichtung 
bzw, Maschine . 

Der Hauptvorteil der Verbindungselemente 10 und 10 f liegt dar- 
in, dass sie immer symmetrisch zur Strukturebene liegen, wobei 
die Anordnung kein Abschalen zulasst. Dies wird gewahrleistet 
dadurch, da an den Schenkeln der Verbindungselemente 10 und 
10 1 jeweils eine Klebestelle vorhanden ist und die Klebungen 
sich dabei aufeinander abstutzen. 

In Figur 4 ist die in Figur 3 dargestellte Verbindungsvorrich- 
tung 3 in Seitenansicht aufgezeigt, wobei hier noch einmal 
deutlich der H-f ormige Querschnitt der Verbindungselemente 10 
und 10 1 zu erkennen ist. 

In Figur 5 ist die Messstruktur 1 in perspekt ivischer Ansicht 
dargestellt, wobei hier nun ebenfalls der quaderf ormige Auf- 
bau, wie unter Figur 2 bereits erwahnt, erkennbar ist. Am obe- 
ren . Teil , des Quaders ■ bef indet sich ein Verbindungsteil 13, 
welches in X-Form ausgefiihrt ist. Das Verbindungsteil 13 wird 
jeweils nur an den Strukturseitenteilen 5 befestigt. Im Inne- 
ren des Quaders sowie am unteren Teil der Messstruktur 1 kon- 
nen sich weitere Verbindungsteile 13 befinden. Diese dienen 
zur Aussteifung der gesamten Messstruktur 1. 
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Ebenfalls sind an der Mes sstruktur 1 Anlegepunkte 14 vorhan- 
den. Die Anlegepunkte 14 sind fest mit der Strukturvorderplat- 
te 7 zur Aufhangung in einer Einrichtung Oder Maschine verbun- 
den . 

In diesem Ausf uhrungsbeispiel (Figur 5) sind mehrere Interfe- 
rometer 2 dargestellt. Da die Messstruktur 1 besonders vor- 
teilhaft fur Messungen in einer Abbildungsvorrichtung fur die 
Mikrolithographie eingesetzt werden kann, konnen hiermit ins- 
besondere Objektive in ihrer Einbaulage gepriift werden. Ober- 
halb des Objektives dann ist ein Reticle angeordnet, wobei die 
Reticlestruktur in eine Objektebene, speziell auf einen Sen- 
sor, abgebildet wird. Urn das Reticle genau regeln zu konnen, 
muss die Position des Reticles genau bestimmt werden. Dies 
kann mit derartigen Interf erometern 2, welche hier vorteil- 
hafterweise als Laserinterf erometer ausgebildet sind, vorge- 
nommen werden. fiber die Laserinterf erometer 2, wobei hier je- 
weils drei Laserinterf erometer 2 auf einem Strukturelement 4 
angeordnet sind, konnen Messstrecken zur Bestimmung der Posi- 
tion der optischen Elemente aufgebaut werden. Die hierbei er- 
mittelten Werte konnen in einer elektronischen Datenverarbei- 
tungseinheit in absolute Positionswerte des jeweidigen opti- 
schen Elementes umgewandelt bzw. umgerechnet werden. 

Da hier eine moglichst hohe Genauigkeit der Messwerte erfor- 
derlich ist, werden die Messungen im Nanometerbereich durchge- 
fuhrt. Die Messstruktur 1 kann ebenfalls fur Messungen in der 
mechanischen Prazisionsmesstechnik, welche hauptsachlich nach 
heutigen Anf orderungen im Nanometerbereich durchgefiihrt wird, 
eingesetzt werden. Ebenfalls waren auch andere Einsatzzwecke 
denkbar. 

Durch " den Aufbau der Messstruktur 1 aus Materialien mit sehr 
geringem thermischen - Warmeausdehnungskoef f izienten a kann die 
Abbildungsqualitat von optischen. Elementen durch die- genaue 
exakte Vermessung durch die Interferometer 2 wesentlich genau- 
er bestimmt werden.. 



Patentanspruche : 



1. Vorrichtung zur Aufnahme von Messinstrumenten, insbesondere 
von Interf erometern, gebildet aus mehreren untereinander 
verbundenen Strukturelementen aus wenigstens einem Materi- 
al, wobei das wenigstens eine Material einen sehr geringen 

thermischen Warmeausdehnungskoef f izienten a aufweist, ins- 
besondere eine Glaskeramik oder eine Metalllegierung, da- 
durch gekennzeichnet, dass die Strukturelemente (4), auf 
welchen die Messinstrumente (2) angeordnet sind, so zwi- 
schen wenigstens zwei Strukturseitenteilen (5) befestigt 
sind, dass die thermischen Ausdehnungen der Strukturseiten- 
teile (5) und der Verbindungen (3) in Messrichtung der 
Messinstrumente (2) ohne Wirkung sind. 

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Strukturelemente (4,5,6,7) wenigstens annahernd einen 
Quader bilden, wobei die Strukturelemente (4), auf welchen 
die Messinstrumente (2) angeordnet sind, zwischen den we- 
nigstens zwei Strukturseitenteilen (5) befestigt sind, wo- 
bei die Strukturseitenteile (5) liber ein dazwischen befes- 
tigtes Strukturruckenteil (6) und Strukturvorderteil 
(7) verbunden sind, und wobei das Strukturruckenteil (6) und 
das Strukturvorderteil (7) ohne Verbindung mit den Struk- 
turelementen (4), auf welchen die Messinstrumente (2) ange- 
ordnet sind, sind. 

3. Vorrichtung nach .Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, 
dass alle Verbindungen uber ,Verbindungselemente (10,10')' 
realisierbar sind, wobei durch Temperaturschwankungen nur 
Strukturelemente (5,6,7) beeinf lussbar sind, die keine 
Messinstrumente" (2) tragen und fur Positionsbestimmungen in 
einem anderen ■ Bauteil unzustandig sind. 

4. Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Verbindungselemente (10,10 r ) aus einem Material mit 



sehr geringem thermischen Warmeausdehnungs koef f izienten a, 
insbesondere INVAR, ausgefuhrt sind. 

Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 3, dadurch ge- 
kennzeichnet , dass die Strukturelemente (4,6,7) und/oder 
die Strukturseitenteile (5) mit Aussparungen (9) versehen 
sind. 

Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass 
wenigstens zwei Verbindungsteile (13) innerhalb des Quaders 
vorgesehen sind, ■ welche mit den Strukturseitenteilen (5) 
verbunden sind. 

Verbindungsvorrichtung mit einem thermischen Warmeausdeh- 
nungskoeff izienten a, der von einem ' thermischen Warmeaus- 

dehnungskoeff izienten a von zwei spannungsf rei zu verbin- 
denden Strukturelementen (4,5,6,7) abweicht, wobei jedes 
der Strukturelemente (4,5,6,7) liber ein symmetrisch zu dem 
Strukturelement (4,5,6,7) ausgebildetes Verbindungselement 
(10,10') gefasst ist, und wobei die Verbindungselemente 
(10,10 ! ) uber Bef estigungsmittel (12) miteinander verbunden 
sind. 

Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Verbindungselemente (10,10') im Querschhitt H-formig 
ausgebildet und in einer Offnung und/oder Aussparung des 
Strukturelementes (4,5,6,7) so eingebracht sind, dass das 
Material des Strukturelementes (4,5,6,7) jeweils zwischen 
Schenkeln der H-formigen Verbindungselemente (10,10') ange- 
ordnet ist. 

Vorrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass 
zwischen den Schenkeln der Verbindungselemente (10,10 f ) und 
dem Strukturelement ("4,5,6,7) ein Klebemittel eingebracht 
ist. 



Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass 



die Bef estigungsmittel (12) als Schrauben ausgebildet sind. 



Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass 
Messstrecken uber Laserinterf erometer (2) aufbaubar sind, 
wobei einem optischen Element wenigstens ein Laserinterf e- 
rometer (2) zur Bestimmung der Position zugeordnet ist, 
welches fest mit einem Strukturelement (4) verbunden ist. 

Vorrichtung nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass 
aus alien von dem wenigstens einem Laserinterf erometer (2) 
zum Bestimmen der Position des optischen Elementes ermit- 
telten Werte in einer .elektronischen Datenverarbeitungsein- 
heit absolute Positionswerte des jeweiligen optischen Ele- 
mentes berechenbar sind. 

Verwendung einer Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 
12 fur Messungen in einer Abbildungsvorrichtung fur die 
Mikrolithographie . 

Verwendung einer Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 
12 fur Messungen in der mechanischen Prazisionsmesstechnik 
im Nanometerbereich . 



Zusammenf assung : 

Vorrichtung zur Aufnahme von Messinstrumenten 



5 (Fig. 2) 

Eine Vorrichtung zur Aufnahme von Messinstrumenten (2), insbe- 
sondere von Interferometern, ist aus mehreren untereinander 
verbundenen Strukturelementen (4,5,6,7) aus wenigstens einem 
10 Material gebildet. Das wenigstens eine Material weist einen 

sehr geringen thermischen WarmeausdehnungsKoef f izienten a auf. 
Die Strukturelemente (4), auf welchen die Messinstrumente (2) 
angeordnet sind, sind so zwischen wenigstens zwei Struktursei- 
' tenteilen (5) befestigt, dass die thermischen Ausdehnungen der 
1'5 Strukturseitenteile (5) und der Verbindungen (3) in Messrich- 
tung der Messinstrumente (2) ohne Wirkung sind. 
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